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KARTA TECHNICZNA
PASTA LUTOWNICZA DP 5505IC

BEZOtOWIOWA, BEZHALOGENKOWA
PASTA LUTOWNICZA TYPU NO-CLEAN

orIs

Bezotowiowa pasta DP 5505IC typu
no-clean jest catkowicie bezhalo-
genkowq pastg lutowniczg o szero-
kim oknie procesu. Jest to zoptyma-
lizowana wersja pasty DP 5505.

Pasta charakteryzuje sie wysoka
stabilnoscia parametréow w $rodo-
wisku produkcyjnym. Przez dtugi
czas zachowuje swoje wtasciwosci
w zréznicowanych warunkach ze-
whnetrznych. Pasta posiada wysokg
odpornos¢ na zmiany wilgotnosci
i temperatury otoczenia, zacho-
wujac jednoczesnie stabilne wtasci-
wosci reologiczne niezbedne do za-
pewnienia prawidtowego przebiegu
procesu technologicznego.

Ponadto odpowiednio opracowana,
catkowicie bezhalogenkowa formu-
ta chemiczna pasty DP 5505IC za-
pewnia minimalizacje efektu void
(pustych przestrzeni w spoinie).

DOSTEPNE PRODUKTY

Pasta doskonale sprawdza sie
w procesie lutowania przejsciem
fazowym (Vapour Phase soldering).

Catkowicie bezhalogenkowa formu-
ta pasty DP 5505IC zapewnia nie-
zawodnos$¢ potgczen po procesie
lutowania.

Pozostatosci po rozptywie (reflow)
zoptymalizowano pod katem tatwe-
go ich usuwania - jezeli jest to wy-
magane w procesie.

Pozostatosci sg jasne i gtadkie, ta-
twe do penetracji przez igty w trak-
cie wykonywania testéw ICT.

Najnowsza formuta produktu nie
wymaga juz znakowania piktogra-
mami bezpieczenstwa wedtug zale-
cen GHS.

Pasta DP 5505IC klasyfikowana jest
jako RO LO wedtug norm IPCi EN.

GRANULACIA

Sn95,5Ag3,8Cu0,7
na zamdwienie
dyspenser:
85%

inne stopy
na zamdwienie

STOP ZAWARTOSC METALU PROSZKU OPAKOWANIA
i j iki:
Sn96,5Ag3Cu0,5 sitodruk: , pojemni
Sn99Cu0, 7Ag0,3 88-90% 0 2 s e ;

typ 4: 20-38 pm
inne opakowania
(kartridze, strzykawki)
na zaméwienie

typ T3L: 20-45 pm

PROFIL ROZPLYWU DLA SPOIW TYPU SAC, SNCU | SNAG

INFORMACJE OGOLNE

Ogodlnie zalecane jest stosowanie
profilu z ograniczong strefg akty-
wacji/zwilzania (soak). Mozna réw-
niez stosowac standardowe profile
Ramp-Soak-Spike (RSS) i Ramp to
Spike (RTS).

Profile ~ Ramp-Soak-Spike  (RSS)
moga by¢ stosowane gdy rdznice
temperatur na ptycie PCB (wynika-
jace z duzego zréznicowania pojem-
nosci cieplnej utozonych elemen-
tow, wolnych obszarow i wielkosci
ptyty PCB) wymagajg wyréwnania.

Podczas lutowania materiatami
bezotowiowymi nalezy zwrdcié
szczegbdlng uwage na ryzyko prze-
grzania elementéw w procesach
wykorzystujgcych nagrzewanie
konwekcyjne lub promienniki pod-
czerwieni (IR).

Nalezy bra¢ pod uwage ogranicze-
nia temperaturowe elementow
montowanych na ptycie PCB. Dla
uzyskania wtasciwej mapy termicz-
nej lutowanego pakietu zaleca sie
stosowanie profilomierza.

Pomiary nalezy prowadzi¢ w obsza-
rach o matym i duzym upakowaniu
elementéw oraz przy elementach
wrazliwych na temperature.

Termopary pomiarowe powinny
by¢ montowane w newralgicznych
miejscach ptytki (przy krawedzi
transportera, centralnie na ptycie
i w miejscach o zwiekszonej pojem-
nosci cieplnej — np. przy radiato-
rach).
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PRODUKT DOSTARCZONY MOZE SIE ROZNIC
0D PRZEDSTAWIONEGO NA FOTOGRAFII

NAJWAZNIEJSZE ZALETY PRODUKTU

e Wysoka stabilnos¢ parametrow

¢ Dtugi czas zycia na szablonie

e Szerokie okno procesu

e Minimalizacja efektu void

¢ Doskonata w lutowaniu Vapour Phase

e Zoptymalizowane pozostatosci

¢ Catkowicie bezhalogenkowa

¢ Bezpieczenstwo stosowania (brak
piktograméw GHS)

POZOSTALE INFORMACJE

str. 2 - Rekomendowany profil

str. 2 - Postepowanie z produktem
str. 3 - Wyniki testow

str. 3 - Bezpieczenstwo
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KARTA TECHNICZNA
PASTA LUTOWNICZA DP 5505IC

REKOMENDOWANY PROFIL (DLA SPOIW TYPU SNAGCU, SNCU | SNAG)

PODGRZEWANIE (PREHEAT)

WSstepne podgrzewanie nalezy pro-
wadzi¢ od temperatury pokojowej
do temperatury 200°C z przyrostem
na poziomie 1-3°C/sekunde. Szyb-
sze podgrzewanie moze skutkowac
pekaniem komponentéw na skutek
zbyt szybkiego parowania zaabsor-
bowanej przez nie wczesniej z oto-
czenia wilgoci.

ZWILZANIE (SOAK)

Dla temperatur w zakresie od 180°C
do okoto 215°C zalecany jest przy-
rost temperatury na poziomie oko-
to 1°C /sekunde.

TEMPERATURA [°C]

POSTEPOWANIE Z PRODUKTEM

PRZECHOWYWANIE

Paste zaleca sie przechowywad
w oryginalnych szczelnie zamknie-
tych opakowaniach w temperatu-
rze 3-7°C.

PRZYGOTOWANIE

Przed otwarciem opakowania do-
prowadzi¢ paste do temperatury
pomieszczenia. Przed uzyciem do-
ktadnie wymieszac.

DRUKOWANIE
Zapewni¢ dobre uszczelnienie po-
miedzy szablonem a ptytkg PCB.

Ustawi¢ nacisk rakli tak, aby po prze-
ciggnieciu przez szablon na jego po-
wierzchni nie pozostawaty smugi nie-
zgarnietej pasty.

Naktada¢ pod rakle odpowiednig

W niektérych przypadkach czas
przebywania w strefie Soak wydtu-
Zza sie, aby wyréwnaé temperatury
na ptycie. Najczesciej stosuje sie to
w przypadku ptyt o duzej réznorod-
nosci elementéw lub w celu mini-
malizacji efektu voids. W tym celu
czas wygrzewania w tej strefie po-
winien wynosi¢ od 20 do 90 sekund
dla przyrostu temperatur w zakre-
sie od 200°C do 215°C.

ROzPLYW (REFLOW)
Szczytowa temperatura lutowania
jest uzalezniona od specyfikacji

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

CzAS [SEK.]

ilos¢ pasty w ilosci pozwalajgcej na
swobodne toczenie sie watka pasty
przed ostrzem rakli, uzupetniajgc ma-
tymi porcjami Swiezej pasty w trakcie
jej ubywania.

JAKOSE PROCESU DRUKOWANIA

W celu zapewnienia stabilnej jako-
Sci procesu drukowania nalezy dbac
o wtasciwg kondycje i czystos¢ na-
rzedzi drukujgcych, regularnie je
czyszczac.

Do czyszczenia i mycia zalecamy
bezpytowe chusteczki nasycone
srodkiem ISC 8020 oraz korzystanie
z myjek ultradzwiekowych.

PONOWNE UZYCIE PASTY

Po otwarciu opakowania pasty nie
nalezy jej ponownie umieszczaé
w chtodziarce.

uzytych komponentéw. Zasadniczo
jest to temperatura w zakresie od
235°C do 250°C.

Czas fazy ptynnej spoiwa (powyzej
temperatury topienia uzytego sto-
pu - liquidus), powinien zawierac
sie w przedziale pomiedzy 45 a 90
sekund.

STUDZENIE (COOLING)

Z powodu roéznic rozszerzalnosci
termicznej elementéw szybkos¢
studzenia powinna wynosi¢ okotfo
4°C/sekunde.

320 340 360

Pasty uzywanej na szablonie nie
wktada¢ do opakowania ze Swieza

pasta.

Uzywang paste przechowywac
w temperaturze pokojowej w od-
dzielnym pojemniku szczelnie za-
mknieta.

Uzywang wczesniej paste, ktdra
pracowata na szablonie oczywiscie
mozna z powodzeniem zuzy¢, jed-
nak jej uzycie wymaga stosowania
ponizszych zasad:

Przed ponownym  uzywaniem
sprawdzi¢ na jednej, dwdch ptyt-
kach, czy zachowuje swoje wtasci-
wosci. W pozytywnym przypadku
pracowac dalej doktadajgc swiezej
pasty po zuzyciu zapasu wczesniej
uzywanej.
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(.\ I KARTA TECHNICZNA
ynel PASTA LUTOWNICZA DP 5505IC

WYNIKI TESTOW

wersja: 3.12.PL 2015-09-30

PARAMETR WYNIK METODA
Test lustra miedzi pozytywny J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Zawartos¢ halogenkow 0,00% J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.28.1
Obecnos¢ CI7,Br~ pozytywny J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
Klasyfikacja topnika RO LO J-STD-004A
SIR test pozytywny J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3
Solder ball test - po 15 minutach pozytywny J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
Solder ball test - po 4 godzinach pozytywny J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
Wetting test pozytywny J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.45
Slump test - po 15 minutach w 25°C pozytywny J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
Slump test - po 10 minutach w 150°C pozytywny J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35

ZDROWIE | ZASADY BEZPIECZENSTWA
Pasta DP 5505IC juz w fazie projektowania zostata zoptymalizowana pod katem bezpieczeristwa stosowania i eli-
minacji zagrozen dla zdrowia. W efekcie na pascie DP 5505IC nie ma koniecznosci stosowania piktogramow ostrze-

gawczych GHS tak, jak ma to miejsce w przypadku zdecydowanej wiekszosci past dostepnych dzi$ na rynku. Prosimy
0 zapoznanie sie z kartg charakterystyki produktu.

Piktogram GHS 07 oznaczajacy niebezpieczerstwo jest zwykle zamieszczany na opakowaniach past lutowniczych.

Na pascie DP 5505IC nie ma koniecznosci jego zamieszczania.

OZNACZENIE HANDLOWE PRODUKTU
DP 5505IC - Low Voiding, No-clean, bezhalogenkowa, bezotowiowa pasta lutownicza.

ZASTRZEZENIE

interflux.com
cynel.com.pl

Poniewaz Interflux® Electronics NV i Cynel-Unipress Sp. z 0.0. nie s w stanie przewidzie¢ ani kontrolowa¢ warunkdéw, w ktérych moga by¢
wykorzystane te informacje oraz opisane produkty, nie gwarantujemy stosowalnosci podanych informacji ani przydatnosci naszych produktéw
w kazdej mozliwej sytuacji. Uzytkownicy naszych produktéw powinni we wtasnym zakresie okresli¢ ich przydatnosc do ich szczegdlnych potrzeb.
Opisywany produkt sprzedawany jest bez takiej gwarancji, zarowno wyrazonej wprost ani tez domniemanej.

PRAWA AUTORSKIE

Interflux® Electronics NV Cynel-Unipress Sp. z 0.0.
Eddastraat 51 ul. Biatotecka 231B
BE-9042 Gent - Belgia 03-253 Warszawa

tel.: +32 9251 49 59 tel.: +48 22 519 29 45
fax: +32 9251 49 70 fax: +48 22 519 29 46
www.interflux.com www.cynel.com.pl
Info@interflux.com marketing@cynel.com.pl
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